
 O-leadingへようこそ

O-Leadingは、PCB設計、PCB製造、PCBアセンブリ（PCBA）を含むEMSサプライチェーンのワンストップソリューションパートナーになることを目指しており、HDI
PCB、多層PCB、リジッドフレキシブルPCBなどの最先端のPCBテクノロジーを提供しています迅速な試作品から中量産まで対応できます。 

一般的に、私たちのグローバルな顧客は私たちのサービスに非常に感銘を受けています：迅速な対応、競争力のある価格、および品質への取り組み。 

将来を見据えて、O-leadingはいつものように電子機器製造技術の革新と開発に集中し、ファーストクラスのサービスを提供し、お客様により多くの価値を創造するため
にPCB&PCBAワンストップサービスに継続的に取り組みます。

詳細については、これらをクリックしてください：OEM PCBA組み立て保護PCBコーティングボード

 製品説明

https://www.o-leading.com/jp/products/PCB-PCBA-service-one-stop-Electronic-manufacturing-service.html










私たちのチーム







認定







 プロセス能力
PCB生産能力
 レイヤー数  1Layer-32Layer
 仕上げ銅厚  1 / 3oz-12oz
 最小線幅/間隔内部  3.0mil / 3.0mil
 最小線幅/間隔外部  4.0mil / 4.0mil
 最大アスペクト比  10：1
 板厚  0.2mm〜5.0mm
 最大パネルサイズ（インチ）  635 * 1500mm
 最小ドリル穴サイズ  4mil 
 PIated穴許容差    +/- 3mil
 BIind / Buried Vias（AIIタイプ）  はい
 Via Fill（導電性、非導電性）  はい 
 基材  FR-4、FR-4high Tg。ハロゲンフリー素材、ロジャース、アルミニウムベース、ポリイミド、重銅
 表面仕上げ  HASL、OSP、ENIG、HAL-LF、液浸銀、液浸スズ、ゴールドフィンガー、カーボンインク

SMT生産能力
 PCB材料      FR-4、CEM-1、CEM-3、アルミニウムベースのボード
 最大PCBサイズ   510x460mm
 最小PCBサイズ  50x50mm
 PCBの厚さ     0.5mm〜4.5mm
 板厚  0.5〜4mm
 最小コンポーネントサイズ   0201
 標準チップサイズコンポーネント       0603以上
 コンポーネントの最大の高さ  15mm 
 最小リードピッチ  0.3mm
 最小BGAボールピッチ  0.4mm
 配置精度  +/- 0.03mm

梱包と配送





 よくある質問

1. Oリーディングはどのように品質を保証しますか？
私たちの高い品質基準は、以下によって達成されます。
1.1プロセスは、ISO 9001：2008規格に基づいて厳密に管理されています。
1.2生産プロセスの管理におけるソフトウェアの広範な使用
1.3最先端の試験装置およびツール。例えば。フライングプローブ、X線検査、AOI（自動光学検査）およびICT（回路内テスト）。
1.4故障事例分析プロセスを備えた専任の品質保証チーム
1.5継続的なスタッフのトレーニングと教育

2. O-Leadingはどのように価格競争力を維持していますか？
過去10年間で、多くの原材料（銅、化学薬品など）の価格は2倍、3倍、または4倍になりました。中国の通貨RMBは米ドルより31％高くなっていました。また、人件費も大幅に増加しまし
た。
しかし、O-Leadingは価格を安定させています。これは、コストを削減し、無駄を省き、効率を改善するという当社の革新に完全にかかっています。当社の価格は、同じ品質レベルで業界で非
常に競争力があります。
私達は私達の顧客との双方にとって好都合なパートナーシップを信じます。私たちはあなたに最先端のコストと品質を提供できれば、私たちのパートナーシップは相互に有益です。

3. O-Leadingはどのような種類のボードを処理できますか？
一般的なFR4、高TGおよびハロゲンフリーボード、ロジャース、アーロン、テルフォン、アルミニウム/銅ベースのボード、PIなど



4. PCBおよびPCBAの生産にはどのようなデータが必要ですか？
4.1 BOM（部品表）と参照番号：コンポーネントの説明、メーカー名、部品番号。
4.2 PCBガーバーファイル。
4.3 PCB製作図とPCBA組立図。
4.4テスト手順。
4.5アセンブリの高さの要件などの機械的な制限。

5.多層PCBの一般的なプロセスフローは何ですか？
材料の切断→内部ドライフィルム→内部エッチング→内部AOI→マルチボンド→レイヤースタックアッププレス→穴あけ→PTH→パネルメッキ→外部ドライフィルム→パターンメッ
キ→外部エッチング→外部AOI→はんだマスク→コンポーネントマーク→表面仕上げ→ルーティング→E / T→目視検査。

6. HDI製造の主要機器は何ですか？
主な設備リストは次のとおりです：レーザー穴あけ機、プレス機、VCPライン、自動露光機、LDIなど。
私たちが所有する機器は業界で最高です。レーザー穴あけ機は三菱と日立製、LDI機械はスクリーン（日本）製、自動露光機も日立製で、これらすべてがお客様の技術要件に対応できます。

7. O-鉛は何種類の表面仕上げを行うことができますか？
O-リーダーは、ENIG、OSP、LF-HASL、金メッキ（ソフト/ハード）、浸漬銀、錫、銀メッキ、浸漬錫メッキ、カーボンインクなどの一連の表面仕上げを備えています。
OSI、ENIG、OSP + ENIGはHDIで一般的に使用されます。BGAPADサイズが0.3 mm未満の場合は、クライアントまたはOSP OSP + ENIGを使用す
ることをお勧めします。

8. FPCにはどのような能力がありますか？ O-LeadingはSMTサービスも提供できますか？
O-LeadingはFPCを1層から8層まで製造できます。作業パネルのサイズは2000mm * 240mmまで可能です。詳細は「フレックス機能」のページをご覧ください。
また、お客様にSMTワンストップサービスを提供しています。

9. PCBの価格に影響を与える主な要因は何ですか？
材料;
表面仕上げ;
技術の難しさ;
異なる品質基準;
PCBの特性;
支払い条件;
異なる製造国。

10. PCB、PWB、FPCの定義は何ですか？違いは何ですか？
PCBはプリント基板の略です。
PWBはPrinted Wire Boardの略で、プリント回路基板と同じ意味です。
FPCはフレキシブルプリント基板の略です。

11. PCBボードの材料を選択する際に考慮すべき要素は何ですか？
PCBの材料を選択するときは、以下の要素を考慮する必要があります。
材料のTg値は、動作温度よりも大きい必要があります。
低CTE材料は熱安定性の性能が優れています。
優れた熱抵抗性能：通常、PCBは250℃で少なくとも50秒間耐性が必要です。
平面度が良い。電気特性を考慮して、高周波PCBには低損失/高誘電率材料が使用されています。フレキシブルPCBに使用されるポリイミドガラス繊維基板。金属コアは、製品に放熱の厳しい要
件がある場合に使用されます。

12. O-leadingのリジッドフレックスPCBのメリットは何ですか？
O-leadingのリジッドフレックスPCBは、FPCとPCBの両方の特性を備えているため、一部の特別な製品で使用できます。一部の部品は柔軟性があり、他の部品は剛性があります。こ
れにより、製品の内部スペースを節約し、製品の体積を減らしてパフォーマンスを向上させることができます。

13.インピーダンスの計算方法を教えてください。
インピーダンス制御システムは、POLAR INSTRUMENTSのSI6000 softおよびCITS 500s機器のテストクーポンを使用して行われます。
機器は、クライアントが私たちに明確な値と許容値を提供した代表的なトラック構成クーポンのインピーダンスを測定します。




